工學院工程科技博士班/博士班(機電工程組)    108學年度入學課程結構規劃表108.04.27製
4

	課程類別
	一年級
	二年級
	三年級

	
	第一學期
	第二學期
	第一學期
	第二學期
	第一學期
	第二學期

	專業課程
	課程名稱
	學分數
	時數
	課程名稱
	學分數
	時數
	課程名稱
	學分數
	時數
	課程名稱
	學分數
	時數
	課程名稱
	學分數
	時數
	課程名稱
	學分數
	時數

	學院跨領域課程
（由學院開課）
	選修
	學程/領域
	1學分/18小時
	教學實習微學分/1學分/學期18小時

	機械與自動化工程組
	必修
	全領域
	9門課/14學分
	論文
	6
	0
	論文
	6
	0
	論文
	6
	0
	論文
	6
	0
	論文
	6
	0
	論文
	6
	0

	
	
	
	
	專題(一)
	1
	2
	專題(二)
	1
	2
	專題(三)
	1
	2
	專題(四)
	1
	2
	專題(一)
	1
	2
	專題(二)
	1
	2

	
	
	
	
	專題討論(一)
	1
	2
	專題討論(二)
	1
	2
	專題討論(三)
	1
	2
	專題討論(四)
	1
	2
	專題(三)
	1
	2
	專題(四)
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	專題討論(一)
	1
	2
	專題討論(二)
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	專題討論(三)
	1
	2
	專題討論(四)
	1
	2

	
	選修
	一般課程
	6門課/18學分
	數位訊號處理與電機控制
	3
	3
	類神經網路(資控組)
	3
	3
	數位訊號處理與電機控制
	3
	3
	類神經網路(資控組)
	3
	3
	數位訊號處理與電機控制
	3
	3
	類神經網路(資控組)
	3
	3

	
	
	
	
	專案管理專論(工程管理組)
	3
	3
	論文寫作(工程管理組))
	3
	3
	專案管理專論(工程管理組)
	3
	3
	論文寫作(工程管理組))
	3
	3
	專案管理專論(工程管理組)
	3
	3
	論文寫作(工程管理組))
	3
	3

	
	
	
	
	科技管理
	3
	3
	企業經營與策略規劃
	3
	3
	科技管理
	3
	3
	企業經營與策略規劃
	3
	3
	科技管理
	3
	3
	企業經營與策略規劃
	3
	3

	
	
	
	
	
	3
	3
	光學系統設計(系控光電組) 
	3
	3
	
	3
	3
	光學系統設計(系控光電組) 
	3
	3
	
	3
	3
	光學系統設計(系控光電組) 
	3
	3

	
	
	
	
	
	3
	3
	人工智慧與應用(英文授課))
	3
	3
	
	3
	3
	人工智慧與應用(英文授課))
	3
	3
	
	3
	3
	人工智慧與應用(英文授課))
	3
	3

	
	
	
	
	
	3
	3
	數值分析與應用(英文授課)
	3
	3
	
	3
	3
	數值分析與應用(英文授課)
	3
	3
	
	3
	3
	數值分析與應用(英文授課)
	3
	3

	
	
	
	
	
	3
	3
	供應鏈管理專論(工程管理組)
	3
	3
	
	3
	3
	供應鏈管理專論(工程管理組)
	3
	3
	
	3
	3
	供應鏈管理專論(工程管理組)
	3
	3

	

	
	設計相關課程
	6門課/18學分
	機構特論
	3
	3
	最佳化設計
	3
	3
	機構特論
	3
	3
	最佳化設計
	
	
	機構特論
	3
	3
	最佳化設計
	
	

	
	
	
	
	實驗設計與品質工程(英文授課)
	3
	3
	光學設計實務
	3
	3
	實驗設計與品質工程(英文授課)
	3
	3
	光學設計實務
	
	
	實驗設計與品質工程(英文授課)
	3
	3
	光學設計實務
	
	

	
	
	
	
	微奈米製程特論
	3
	3
	機械人學(資控組)
	3
	3
	微奈米製程特論
	3
	3
	機械人學(資控組)
	
	
	微奈米製程特論
	3
	3
	機械人學(資控組)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	LED進階照明設計
	3
	3
	
	
	
	LED進階照明設計
	
	
	
	
	
	LED進階照明設計
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	穩健最佳化設計(英文授課)
	3
	3
	
	
	
	穩健最佳化設計(英文授課)
	
	
	
	
	
	穩健最佳化設計(英文授課)
	
	

	
	
	製造相關課程
	
	虛擬實境模擬系統
	3
	3
	電子顯微鏡學
	3
	3
	虛擬實境模擬系統
	3
	3
	電子顯微鏡學
	
	
	虛擬實境模擬系統
	3
	3
	電子顯微鏡學
	
	

	
	
	
	
	精密接合 
	3
	3
	超精密加工特論
	3
	3
	精密接合 
	3
	3
	超精密加工特論
	
	
	精密接合 
	3
	3
	超精密加工特論
	
	

	
	
	
	
	半導體材料與製程
	3
	3
	
	
	
	半導體材料與製程
	3
	3
	
	
	
	半導體材料與製程
	3
	3
	
	
	

	
	
	
	
	金屬切削理論(英文授課)
	3
	3
	
	
	
	金屬切削理論(英文授課)
	3
	3
	
	
	
	金屬切削理論(英文授課)
	3
	3
	
	
	

	
	
	
	
	積層製造科技原理
	3
	3
	
	
	
	積層製造科技原理
	3
	3
	
	
	
	積層製造科技原理
	3
	3
	
	
	

	
	
	自動化相關課程
	
	系統動力與控制(英文授課)
	3
	3
	高等電機控制(英文授課)
	3
	3
	系統動力與控制(英文授課)
	3
	3
	高等電機控制(英文授課)
	
	
	系統動力與控制(英文授課)
	3
	3
	高等電機控制(英文授課)
	
	

	
	
	
	
	先進機電整合特論
	3
	3
	適應控制理論
	3
	3
	先進機電整合特論
	3
	3
	適應控制理論
	
	
	先進機電整合特論
	3
	3
	適應控制理論
	
	

	
	
	
	
	伺服電機控制(資控組)
	3
	3
	電腦視覺(資控組)
	3
	3
	伺服電機控制(資控組)
	3
	3
	電腦視覺(資控組)
	
	
	伺服電機控制(資控組)
	3
	3
	電腦視覺(資控組)
	
	



備註：
一、畢業總學分數為 32 學分。
二、必修 14 學分，選修 18 學分。
三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
四、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：
…(內容各系所自訂)

